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(g) Verfahren zum elektrischen Verbinden von KontaktanschluBflachen von elektrischen Bauelementen nnit 
Kontaktflachen einer gedruckten Leiterplatte 

@ Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum elektrischen 
Verbinden von elektrischen Bauelementen mit unter- 
schiedh'ch grof^en Kontaktanschluf^flachen mit Kontakt- 
flachen einer gedruckten Leiterplatte durch Reflow-Loten. 
Um seiche Bauelemente auf die Leiterplatte aufloten zu 
konnen, bleiben erfindungsgemali die dan relativ kleinen 
Kontaktanschluflachen (3) der Bauelemente (2) zugeord- 
neten Kontaktflachen (9) der Leiterplatte (10) unbedruckt; 
die Bauelemente (2) mit relativ kleinen KontaktanschluS- 
flachen (3) werden mit ihren Kontaktanschiuf^flachen in 
Ldtmittel getaucht und auf die zugeordneten relativ klei- 
nen Kontaktflachen (9) aufgesetzt. Die Bauelemente (11) 
mit relativ groRen KontaktanschluBflachen (12) werden 
auf die zuvor mit Lotmittel (13) bedruckten zugeordneten 
relativ grolSen Kontaktflachen (14) aufgesetzt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betiifft ein Verfahren zuiti elektrischen 
Verbinden von KontaktanschluBflachen von elektrischen 
Bauelementen mit Kontaktflachen einer gedruckten Leiter- 5 
platte, bei dem die Kontaktflachen mit einem Lotmittel be- 
druckt werden, und anschliefiend ein Reflow-L6ten erfolgt. 

Ein derartiges Verfahren ist in dea: Druckschrift von R. J. 
Klein Wassink "Weichloten in der Elektronik", Eugen G. 
Leuze Verlag, SaulgauAViirtt, 1991 auf den Seiten 543, 544 10 
und 559 beschrieben. Dabei werden Kontaktflachen einer 
gedruckten Leiterplatte z. B. mittels eines Schablonen- 
druckverfahrens mit Lotpaste bedruckt. Beim Schablonen- 
druck wird als Schablone eine mit Durchbnichen versehene 
Metallfolie auf eine gedruckte Leiterplatte gelegt. Durch die is 
Durchbriicbe der Schablone hindurch wird mit Hilfe eines 
Rakels Lotpaste als Lotmittel auf die Kontaktflachen der 
Leiterplatte gepreBt; die Lotpaste bleibt nach Entfemen der 
Schablone dort zuriick. 

Bei der Verwendung von Bauelementen mit relativ klei- 20 
nen KontaktanschluBflachen tritt dabei folgendes Problem 
auf. Fiir Bauelemente mit kleinen KontaktanschluBflachen 
sind die auf der gedruckten Leiterplatte vorhandenen zuge- 
horigen Kontaktfl^hen ebenfalls klein. Es bereitet Schwie- 
rigkeit^, auf diese Kontaktflachen Lotmittel mittels Scha- 25 
blonendruck aufzubiingen, weil kleine Kontaktflachen der 
gedruckten Leiterplatten kleine Durchbrtiche in der Scha- 
blone erfordem. Durch diese kleinen Durchbriiche hindurch 
laBt sich nicht geniigend Lotmittel auf die Kontaktflachen 
der Leiterplatte drucken, weil das Lotmittel teilweise an der 30 
Wandung der Durchbriiche haflen bleibt und nicht, wie ge- 
wiinscht, vollstandig auf die Kontaktflachen der Leiterplatte 
gelangt. Aufgrund des zu geringen L5tmittelaufdrucks auf 
den Kontaktflachen der Leiterplatte ist ein sicheres elektri- 
sches Verbinden der kleinen KontaktanschluBflachen der 35 
elektrischen Bauelemente mit den Kontaktflachen der Lei- 
terplatte nicht moglich. 

Es ist zwar aus dem Buch von R. J. Klein Wassink 
"Weichloten in der Elektronik", Eugen G. Leuze Verlag, S. 
564 bekannt, Bauelemente in von einer Lotpaste gebildetes 40 
Lotmittel vor dem Reflow-Loten einzutauchenjedoch stellt 
dieses Verfahren ein selbstandiges Verfahren dar, das an- 
stelle beispielsweise eines Scbablonendrucks der Leiter- 
platte fiir Bauelemente unterschiedlich groBer Kontaktan- 
schluBflachen Anwendung findet. 45 

Ebenso ist es aus der deutschen Offenlegungsschrift 
DE37 30497A1 bekannt, KontaktanschlussflSchen eines 
Hauelementes mittels eines Tauchverfahrens mit einer Be- 
schichtung aus Ldtmaterial zu versehen, eine Leiterplatte 
mit diesem Bauelement zu besttlcken und mit einem Re* 50 
flow-Lotverfahien zu loten. Jedoch stellt auch dieses Ver- 
fahren ein selbstandiges Verfahren dar, das eigenstandig an- 
stelle beispielsweise eines Schablonendruckes der Leiter- 
platte fiir Bauelemente unterschiedlich groBer Kontaktan- 
schlussflachen Anwendung findet 55 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 
anzugeben, mit dem sowohl Bauelemente mit relativ klei- 
nen KontaktanschluBflachen mit relativ kleinen Kontaktfla- 
chen der Leiterplatte als auch Bauelemente mit relativ gro- 
Ben KontaktanschluBflachen mit relativ groBen Kontaktfla- 60 
chen derselben Leiterplatte durch Loten sicber elektrisch 
verbunden werden konnen. 

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der eingangs an- 
gegebenen Art erfindungsgemaB dadurch gelost, daB bei ei- 
ner Leiterplatte zur Aufhahme von mindestens zwei Grup- 65 
pen von elektrischen Bauelementen diejenigen Kontaktfla- 
chen unbedruckt bleiben, die mit KontaktanschluBflachen 
der ersten Gruppe von elektrischen Bauelementen zu ver- 
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binden sind, die Bauelemente der ersten Gruppe mit ihren 
KontaktanschluBflachen in Lotmittel getaucht werden, die 

Bauelemente der ersten Gruppe mit ihren KontaktanschluB- 
flachen auf die ihnen zugeordnelen Kontaktflachen der Lei- 
terplatte und die Bauelemente der zweiten Gruppe mit ihren 
KontaktanschluBflachen auf die ihnen zugeordneten Kon- 
taktflachen aufgesetzt werden und ein Reflow-Loten alter 
Bauelemente erfolgt. Dabei sind die Bauelemente der ersten 
Gruppe elektrische Baudemente mit relativ kleinen Kon- 
taktanschlussflSchen, w^end Bauelemente der zweiten 
Gruppe von elektrischen Bauelementen Bauelemente mit re- 
lativ groBen Kontaktanschlussflachen sind. 

Ein Vorteil des erfindungsgemafien Verfahrens besteht 
darin, dafi Bauelemente mit relativ kleinen Kontaktan- 
schluBflachen sicher und zuverlassig durch Loten mit den 
zugeordneten Kontaktflachen der Leiterplatte verbunden 
werden konnen, da durch das Eintaucben dieser Bauele- 
mente mit ihren relativ kleinen KontaktanschluBflachen in 
Lotmittel eine ausreichende Menge Lotmittel an ihren Kon- 
taktanschluBflachen haften bleibt, so daB nun auch fiir Bau- 
elemente mit relativ kleinen KontaktanschluBflachen eine 
zum Loten ausreichende Menge Lotmittel zur Verfiigung 
steht. Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemafien Verfah- 
rens besteht darin, daB das Tauchen der Bauelemente in Lot- 
mittel beim Bestiickungsvorgang der Leiterplatte von den 
obnehin bendtigten Bestuckungsgeraten durchgefuhrt wer- 
den kann und keine zus^tzlichen Tauchger^te erforderlich 
sind. 

Bei dem erfindungsgemafien Verfahren konnen die Bau- 
elemente der ersten Gruppe mit ihren KontaktanschluBfla- 
chen in Lotpaste getaucht werden. Lotpaste ist im wesentli- 
chen eine Mischung aus festem Lotpulver und flussigem 
FluBmittel und weist eine gewisse Klebrigkeit auf. Beim 
Tauchvorgang bleibt Lotpaste an den KontaktanschluBfla- 
chen det Bauelemente kleben und wird beim nachfolgenden 
Aufsetzen der Bauelemente auf die Leiterplatte mit den 
Kontaktflachen dieser Leiterplatte in Beriihrung gebracht. 
Dieses Verfahren ist relativ einfach, da die Bauelemente nur 
einmal in Lotmittel getaucht werden miissen. 

In einer weiteren vorteilhaften Variante des erfindungsge- 
mafien Verfahrens kdnnen Bauelemente der ersten Gruppe 
mit ihren KontaktanschluBflachen zuerst in FluBmittel und 
danach in Lotpulver getaucht werden. Beim Tkuchen der 
KontaktanschluBflachen in RuBmittel haftet dieses an den 
KontaktanschluBflachen. Werden die Bauelemente danach 
in Lotpulver getaucht, so haftet dieses nur an den Kontakt- 
anschluBflachen der Bauelemente, die zuvor in FluBmittel 
getaucht wurden. Dies hat den Vorteil, daB z. B. eine Beriih- 
rung des Bauelementekorpers mit Lotpulver unschadlich ist, 
da das Lotpulver nicht am Bauelementdcdrper haftet. Das an 
den KontaktanschluBflachen der Bauelemente haftrade Lot- 
pulver wird von dem vorher an den KontaktanschluBflachen 
haftenden FluBmittel durchdrungen und erhalt so cine aus- 
reichende Klebrigkeit, um beim nachfolgenden Aufsetzen 
auf die Kontaktflachen der Leiterplatte die Bauelemente an 
den Kontaktfl^hen zu fixieren. 

In einer weiteren Variante des erfindungsgemafien Ver- 
fahrens werden Bauelemente der ersten Gruppe mit ihren 
KontaktanschlufiflMchen nach dem Ikuchen in Lotpulver 
nochmals in FluBmittel getaucht Dadurch wird das an den 
KontaktanschluBflachen haftende Lotpulver mit einer gro- 
Beren Menge RuBmittel versehen, so dafi wegen dadurch 
vergroBerter Klebrigkeit die Bauelemente noch besser auf 
den Kontaktflachen der Leiterplatte haften. 

Zur weiterrai Erlauterung des erfindungsgemafien Verfah- 
rens ist in den Fig. 1 bis 4 der Ablauf eines Ausfiihrungsbei- 
spiels gezeigt. 

GemaB Fig* 1 entnimmt ein BestOckkopf 1 eines nicht 
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weiter dargestellten BestQckimgsgerates ein Bauelement 2 
mit relativ kleinen Kontaktanschlufiflachen 3 dnem Bauel&- 
mentemagazin 4. Der Bestiickkopf 1 taucht danach das Bau- 
element 2 mit seinen KontaktanschluBflachen 3 in RuBmit- 
tel 5, welches sich in einem Behalter 6 befindet (vgl. Fig,.2). 5 
Danach taucht der Bestuckkopf 1 das Bauelement 2 mit sei* 
nen KontaktanschluBfl^hen 3 in Lotpulver 7 (siehe Fig, 3), 
welches sich in einem Behalter 8 befindet AnschlieBend 
wird das Bauelement 2 vom Bestuckkopf 1 mit seinen rela- 
tiv kldnen Kontaktanschlufiflachen 3 auf zugehorige reladv lo 
kleine Kontaktflachen 9 einer Leiterplatte 10 aufgesetzt, wie 
Fig. 4 zeigt. 

Bauelemente 11 mit relativ groBen KontaktanschluBfla- 
chen 12 werden abwcichend von dem Ablauf gemaB den 
Fig, 1 bis 4 lediglich vom Bestuckkopf 1 aus einem nicht IS 
dargestellten Bauelementemagazin entnommen und auf be- 
reits zuvor mit Lotmittel 13 bedruckte zugehorige relativ 
grofie Kontaktflachen 14 der Leiterplatte 10 aufgesetzt. 

Wenn die Leiterplatte 10 mit allm Bauelementen bestUckt 
ist, wird ein Reflow-Loten durchgefiihrt. 20 

Patentanspriiche 

1 . Verf ahren zum elektrischen Yerbinden von Kontakt- 
anschluBflachen (3, 12) von elektrischen Bauelementen 25 
(2, 11) mit Kontdctflachen (9, 14) einer gedruckten 
Leiterplatte (10), bei dem die Kontaktflachen mit ei- 
nem Lotmittel bedruckt werden und anschliefiend ein 
Reflow-Loten erfolgt, dadurch gekemizeichnet, daB 

- bei der Leiterplatte (10) zur Aufiiahme von 30 
mindestens zwei Gruppen von elektrischen Bau- 
elementen (2, 11) diejenigen Kontaktflachen (9) 
unbedruckt bleiben, die mit KontaktanschluBfl^ 
chen der ersten Gruppe von elektrischen Bauele- 
menten (3) zu verbinden sind, 35 

- die Bauelemente (2) der ersten Gruppe mit ih- 
ren Kontaktanschlufiflachen (3) in Lotmittel ge- 
taucht werden, 

- die Bauelemente (2) der ersten Gruppe mit ih- 
ren Kontaktanschlufiflachen (3) auf die ihnen zu- 40 
geordneten Kontaktflachen (9) der Leiterplatte 
und die Bauelemente (11) der zweiten Gruppe mit 
ihren Kontaktanschlufiflachen (12) auf die ihnen 
zugeordneten Kontaktfl^ch^ (14) aufgesetzt wer- 
den und 45 

- ein Reflow-Loten aller Bauelemente erfolgt, 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die Bauelemente (2) der ersten Gruppe mit ih- 
ren Kontaktanschlufiflachen (3) in Lotpaste getaucht . 
werden. 50 

3. Vof ahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die Bauelemente (2) der ersten Gruppe mit ih- 
ren KontaktanschluBflachen (3) zuerst in FluBmittel (5) 
und danach in Lotpulver (7) getaucht werden. 

4. V(M*fahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 55 
net, daB die Bauelemente (2) der ersten Gruppe niit ih- 
ren Kontaktanschlufiflachen (3) nach dem Tauchen in 
Lotpulver (7) nochmals in Flufimittel (5) getaucht wer- 
den. 

60 

Hierzu 1 Seile(n) Zeichnungen 
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